
28

Ref.  No. 2410-20

気密端子、部品支持用顆粒ガラス

粉
末
ガ
ラ
ス

子用ᰒཻガラスʹɺమ·ͨスςϯレス߯のγΣルͱమχοέີؾ
ルɺమχοέルΫϩϜ·ͨίバールのϦーυઢΛΈ߹ΘͤΔѹॖ෧
ண用ɺ͓ ΑͼγΣルͱϦーυઢ͕ίバールの߹෧ண用͕͋Γ·͢ɻ
෦品࣋ࢧ用ᰒཻガラスʹɺスλϯυΦフ͕͋Γ·͢ɻ
คガラスΛཻͨ͠ᰒཻガラスɺྲྀ ಈੑɺॆ రੑʹ༏Εɺଧৣܗʹ
ద͍ͯ͠·͢ɻ

適用
気密子用 部品࣋ࢧ用

ѹॖ封着 ߹封着 スタンドオフ
ガラスίード ST-W/K ST-4W/K FN-13W/K BH-W/K BH-7W/K BH-8W/K BH-14W/K ST-4F/K BH-FW/K

ᰒཻཻ度
D50 Ж N 135 130 110 135 135 135 135 120 125
D99 Ж N 265 250 215 265 265 265 265 235 245

Ծ焼成温度 �T1 ˆ 650ʙ660 6�0ʙ690 700ʙ710 670ʙ6�0 730ʙ750 650ʙ660 750ʙ�00
封着温度 �T2 ˆ 960 9�0 930 9�0 960 1050
熱膨張数 30ʙ3�0ˆ ʷ 10�7�, 95 95 75�5 45�5 49�5 62�5 31�5 94 57
密度 ʷ 103LH�N3 2�60 2�60 2�51 2�2� 2�32 2�41 2�13 2�65 2��3
転移点 ˆ 450 460 510 470 505 510 ʕ 460 515
屈伏点 ˆ 510 520 570 550 565 570 ʕ 520 635
歪点 ˆ 420 427 4�0 435 472 475 ʕ ʕ ʕ
徐冷点 ˆ 460 472 517 4�0 513 520 ʕ ʕ ʕ
軟化点 ˆ 663 672 6�7 69� 715 6�5 7�2 ʕ ʕ
作業点 ˆ 9�0 1030 990 1050 1130 990 1090 ʕ ʕ
༠電 1.)[,25ˆ 6�4 6�5 6�3 5�0 5�5 5�� 4�0 6�7 6�4
tan Ў 1.)[,25ˆ ʷ 10�4 22 21 32 30 39 37 3 24 31

体ੵ߅
LoH Л

150ˆ ЊŋDN 11�4 11�2 11�2 11�5 10�� 11�1 15�5 11�4 ʕ
250ˆ ЊŋDN ��� ��7 ��7 ��� ��2 ��5 12�3 ��� ʕ
350ˆ ЊŋDN 6�9 7�0 7�0 7�0 6�4 6�� 10�2 7�0 ʕ

Ϡング GPa 6� 6� ʕ 57 57 ʕ ʕ ʕ ʕ
ϙアιンൺ 0�21 0�21 ʕ 0�22 0�22 ʕ ʕ ʕ ʕ

成ܥ /a2Oŋ#aOŋSiO2 /a2OŋAl2O3ŋ#2O3ŋSiO2
/a2Oŋ#aOŋ

SiO2

/a2OŋAl2O3ŋ
#2O3ŋSiO2

適用 'e,'e�/i,'e�$r,'e�/i�$r 'e
ίバール

ίバール
.o 'e ίバール

なお、ST�4'�,、#)�'8�, はෳ߹ܥガラス 	 ガラスセラミック 
 です。
ˎ৭調については、ご相ஊください。

特性
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◉使用例
ʦ�ʧଧৣܗ

成形ѹ力は8ʙ10MPaが適ਖ਼である。このѹ力で成形
されたタブレットは、ۭ ܺが0.35ʙ0.37でे分なグリ
ーン強度をͪ、Ծ焼結時のバインμの熱分ղ容қで
ある。

ʦ�ʧԾম
Ծ焼成はۭ気中で行う。Ծ焼成温度はࠨϖージの特性表
中のT1を使用する。
バインμの分ղは150ˆから始まり、530ˆでऴ了す
るので、この温度ൣғのঢ温度は15ˆ�分以下にする
ඞཁがある。ਤ1のスέジϡールでԾ焼成すると、成形
ѹ力8ʙ10.Paのタブレットの焼成ऩॖは、13.5ʙ
14.5ˋとなる。

ʦ�ʧ෧ண
封着はૉ中で行う。封着温度はࠨϖージの特性表中の
T2を使用する。
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ʦਤ3ʧ粘度曲線

ʦਤ2ʧ封着プロファイル

ʦਤ4ʧ熱膨張曲線ʦਤ1ʧԾ焼成プロファイル
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